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1. はじめに

　配線板製造技術委員会は，携帯端末に代表される電子機
器の急速な小型化・高密度化，低コスト化の実現，あるい
は省資源，省エネルギ，環境に対する配慮など，急激に変
化を続けるプリント配線板の製造技術の，研究支援，教育
普及，情報収集，分析提案などを目的とした委員会であ
る。学会では「マイクロ・ナノファブリケーション研究会」
と「次世代配線板研究会」の 2研究会を統括している。
　今回，当委員会では，関連学会である電気化学会，表面
技術協会ならびに当学会 (JIEP)の表面処理技術関連の発表
事例について紹介する。

2. エレクトロニクス実装学会講演大会における表面
処理技術関連研究動向

2.1	 第 29 回春季講演大会

　『配線板とその製造技術』セッションでは，8件中 5件が
表面処理関連であった。
　大阪府立大学からの研究発表として，18A1-2では，銅穴
埋めめっきにおける単独添加剤とし，ジアリルアミン系添
加剤の研究紹介があり，促進剤として SPSを添加すること
で良好なフィリングになると報告された。さらに，CTEミ
スマッチ対策として 18A1-3では添加剤によって銅めっき
配線の線膨張係数を低減することが示された。また，
18A1-1では，JCU総研，関東学院大学グループから，ス
パッタリングの代替技術として，FPCの PI，PENなどの
フィルム上への無電解銅めっき（スパッタリングの代替技
術）のための触媒化方法が提案された。各種 Pd(II)アミノ
酸錯体を触媒として比較した結果，カチオン性末端基を持
つL‒アルギニン塩酸塩，L‒リジンが最適であることが紹介
された。18A2-2においては，メイコー，いおう化学研究所
グループより，分子接合技術を用いた直接メタライジング
法の展開応用例として，従来の 2層 FPCを内層に用いてリ
ジッド多層板（極薄 4層板）の開発紹介が行われた。
　ものづくりセッションでは，無電解めっき関連として
16D2-1では上村工業から選択的フルアディティブ工法対応
無電解銅めっきと題し，微細回路向け無電解銅めっきによ

るビアフィリングとトレンチフィリングに関する製品紹介
が行われた。16D2-2では JCUから，ファインパターン回
路形成用硫酸銅スルホールフィリングプロセスに対し，板
厚 200 μm，穴径 80 μm（中央部 60），1.35 A/dm2下におい
て 60分でフィリングする CU-BRITE TF4の紹介があった。
また，16D2-3では奥野製薬工業から，Siウエハ独立回路へ
の無電解 Ni/Auあるいは Ni/Pd/Auめっきによるアンダー
バリアメタル形成法であるトップ UBPプロセスの紹介が
あった。
　これらに加え，17B4-5の東北大学からは，シード層を
Ta/Cuから Ta/Ruに変えることで結晶品質制御に基づく
めっき銅配線の熱伝導特性が向上すること，17E-3では産
業技術総合研究所からめっきムラ外観評価法とし，従来の
光沢ムラ評価方法を色ムラに適用することで良好な結果に
なるとの発表があった。
　また，18A1-4では宇都宮大学より，プリント配線板製造
工程におけるめっきした銅層をエッチングする際に発生す
る孔食について，交流インピーダンス法によるモニタリン
グを行い，Cole-Coleプロット上で特有のパターンを示すこ
とが紹介され，16D2-4ではアトテックジャパンからシード
層除去用のフラッシュエッチ時のアンダーカット撲滅のた
めのキュプラエッチ DEの紹介があった。
　さらに 16C2-6では大阪大学から金属・樹脂接合部の熱
的・機械的特性評価として，シランカップリング処理の有
無の効果についての発表があった。
　この春季講演大会における『配線板とその製造技術』
セッションでは，8件中 5件が表面処理関連であり，この
分野における表面処理が重要な役割を果たしていることが
示唆された。
2.2	 第 25 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム

(MES2015)

　このシンポジウムでは，『めっき技術』セッションで，多
くの表面処理関連の発表があった。
　1B1-1の関東学院大学からは，熱膨張係数を LEDに近づ
けることを目的とする銅－モリブデン合金膜形成，1B1-2
の大阪府立大学からは，ビアフィリングのめっき時間短縮
を狙うレベラーの評価・提言，1B1-3の産業技術総合研究
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